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(57)【要約】
【課題】陰極での電圧降下による表示特性の劣化を低減
した有機ＥＬ表示装置及びその製造方法を提供すること
。
【解決手段】本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示装置１
００は、透明基板１０１上に形成された複数の陽極配線
１０２と、陽極配線１０２よりも上層において、陽極配
線１０２と交差するように形成された複数の陰極配線１
０７と、陽極配線１０２と陰極配線１０７とが交差する
領域１０５において、両者の間に介在された複数の有機
発光層１０６と、隣接する陰極配線１０７同士の間に形
成された陰極隔壁１０８とを備え、陰極隔壁１０８近傍
における陰極配線１０７の膜厚が、有機発光層１０６上
における膜厚よりも厚いものである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基板上に形成された複数の陽極配線と、
　前記陽極配線よりも上層において、前記陽極配線と交差するように形成された複数の陰
極配線と、
　前記陽極配線と陰極配線とが交差する領域において、両者の間に介在された複数の有機
発光層と、
　隣接する前記陰極配線同士の間に形成された陰極隔壁とを備え、
　前記陰極隔壁近傍における前記陰極配線の膜厚が、前記有機発光層上における膜厚より
も厚い有機ＥＬ表示装置。
【請求項２】
　前記陰極隔壁近傍における前記陰極配線の最大膜厚が、前記有機発光層上における膜厚
の２倍以上であることを特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項３】
　透明基板上に陽極配線を形成するステップと、
　前記陽極配線上に、開口絶縁膜及び陰極隔壁を形成するステップと、
　前記開口絶縁膜の開口部の前記陽極配線上に、有機発光層を形成するステップと、
　前記有機発光層の上に陰極配線を形成するステップと、
　前記陰極配線の前記陰極隔壁近傍の領域のみを厚膜化させるステップとを備える有機Ｅ
Ｌ表示装置の製造方法。
【請求項４】
　前記陰極配線を形成するステップ及び厚膜化させるステップには、いずれも真空蒸着法
を用いることを特徴とする請求項４に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項５】
　前記前記陰極隔壁近傍における前記陰極配線の最大膜厚を、前記有機発光層上における
膜厚の２倍以上とすることを特徴とする請求項４又は５に記載の有機ＥＬ表示装置の製造
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機ＥＬ表示装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＦＰＤ（Flat Panel Display）として有機ＥＬ（Electro Luminescence）ディス
プレイが注目されている。有機ＥＬディスプレイは、液晶表示素子と比較して視野角が広
い。また、自発光表示素子であり、バックライトが不要なため薄型化が可能である。さら
に、速い応答速度、発光性の多様性等から、次世代の表示装置として期待されている。
【０００３】
　有機ＥＬディスプレイは、画素となる有機ＥＬ素子を複数配置した有機ＥＬ表示パネル
を備えている。この有機ＥＬ表示パネルは、例えば、平行なストライプ状に配列された陽
極と、当該陽極に交差するように、かつ、平行なストライプ状に配列された陰極との交差
部の間に有機ＥＬ層が介在された構造となっている。この一つの交差部に、発光素子とし
ての画素が形成せしめられている。有機ＥＬ表示パネルは、このような画素が多数マトリ
ックス状に配列されることにより構成されている。
【０００４】
　上記有機ＥＬ層は、均一かつ平坦に積層されることが理想的である。しかし、薄膜であ
るために、凹凸部や貫通孔などの欠陥を有するのが実状である。有機ＥＬディスプレイの
駆動時に、当該欠陥が存在する陽極、陰極間において、短絡が生じ、表示欠陥を招来する
場合がある。この場合、短絡した画素に集中して電流が流れ、他の画素に所望の電流が供
給されないため、表示特性が劣化する恐れがあった。
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【０００５】
　上記問題を回避するため、有機ＥＬ表示パネルに通常印加する電圧とは逆バイアスの電
圧を印加する方法が開示されている（特許文献１）。具体的には、上記有機ＥＬ層の短絡
部位（凹凸部や貫通孔部）に逆バイアス電流を集中して流すことにより、ジュール熱が発
生して、当該部位の電極が破壊され、短絡が解消される。その結果、表示性能の劣化を低
減することができる。
【０００６】
　なお、短絡が修復された部位は、通常のバイアス電圧を印加した場合に発光しなくなる
。しかしながら、当該修復された部位は、極微小な領域なので表示装置としての品質では
問題とならない。
【特許文献１】特開２００３－２８２２５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、有機ＥＬ表示装置の高精細化や大画面化により、陰極が長手方向に延びると
、陰極での電圧降下が無視できなくなる。この電圧降下により、有機ＥＬ素子の輝度に傾
斜が生じ、表示性能が劣化するという問題があった。ここで、陰極の膜厚を大きくすれば
電圧降下を低減できるが、その場合、上記逆バイアス電圧印加による有機ＥＬ層の修復が
行えなくなるという問題があった。
【０００８】
　本発明はこのような問題点に鑑みてなされたものであり、陰極での電圧降下による表示
特性の劣化を低減した有機ＥＬ表示装置及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１の態様に係る有機ＥＬ表示装置は、透明基板上に形成された複数の陽極配
線と、前記陽極配線よりも上層において、前記陽極配線と交差するように形成された複数
の陰極配線と、前記陽極配線と陰極配線とが交差する領域において、両者の間に介在され
た複数の有機発光層と、隣接する前記陰極配線同士の間に形成された陰極隔壁とを備え、
前記陰極隔壁近傍における前記陰極配線の膜厚が、前記有機発光層上における膜厚よりも
厚いものである。これにより、陰極での電圧降下による表示特性の劣化を低減することが
できる。かつ、逆バイアス電圧印加による有機ＥＬ層の修復も行うことができる。
【００１０】
　本発明の第２の態様に係る有機ＥＬ表示装置は、上記の有機ＥＬ表示装置であって、前
記陰極隔壁近傍における前記陰極配線の最大膜厚が、前記有機発光層上における膜厚の２
倍以上であることを特徴とするものである。これにより、確実に陰極での電圧降下による
表示特性の劣化を低減することができる。
【００１１】
　本発明の第３の態様に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法は、透明基板上に陽極配線を形
成するステップと、前記陽極配線上に、開口絶縁膜及び陰極隔壁を形成するステップと、
前記開口絶縁膜の開口部の前記陽極配線上に、有機発光層を形成するステップと、前記有
機発光層の上に陰極配線を形成するステップと、前記陰極配線の前記陰極隔壁近傍の領域
のみを厚膜化させるステップとを備えるものである。これにより、陰極での電圧降下によ
る表示特性の劣化を低減することができる。かつ、逆バイアス電圧印加による有機ＥＬ層
の修復も行うことができる。
【００１２】
　本発明の第４の態様に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法は、上記の製造方法において、
前記陰極配線を形成するステップ及び厚膜化させるステップには、いずれも真空蒸着法を
用いることを特徴とするものである。これにより、両ステップを連続して実施することが
でき、生産性を向上させることができる。
【００１３】
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　本発明の第５の態様に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法は、上記の製造方法において、
前記前記陰極隔壁近傍における前記陰極配線の最大膜厚を、前記有機発光層上における膜
厚の２倍以上とすることを特徴とするものである。これにより、確実に陰極での電圧降下
による表示特性の劣化を低減することができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、陰極での電圧降下による表示特性の劣化を低減した有機ＥＬ表示装置
及びその製造方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下に、本発明を適用可能な実施の形態の説明をする。以下の説明は、本発明の実施形
態についてのものであり、本発明は以下の実施形態に限定されるものではない。説明の明
確化のため、以下の記載は、適宜、省略及び簡略化がなされている。尚、各図において同
一の符号を付されたものは同様の要素を示しており、適宜、説明が省略される。
【００１６】
　本発明に係る有機ＥＬ表示パネルの構成について図１及び図２を用いて説明する。図１
は、本発明に係る有機ＥＬ表示パネルの構成を示す断面図であり、図２は同平面図である
。また、図１は図２のＸ－Ｘ'断面図である。本発明に係る有機ＥＬ表示パネル１００は
、素子基板１０１、陽極配線１０２、陽極端子１０３、開口絶縁膜１０４、画素開口部１
０５、有機ＥＬ層１０６、陰極配線１０７、陰極隔壁１０８とを備えている。なお、図２
には、陰極配線１０７は示していない。
【００１７】
　素子基板１０１としては、例えば、矩形状の無アルカリガラス基板（例えば、旭硝子社
製ＡＮ１００）、又は、アルカリガラス基板（例えば、旭硝子社製ＡＳ）等の透明基板を
用いることができる。もちろん、これ以外の基板であってもよい。例えば、プラスチック
製の基板であってもよい。素子基板１０１の厚みは、特に限定されないが、例えば０．１
～１．１ｍｍのものを用いることが好ましい。
【００１８】
　陽極配線１０２は、素子基板１０１上に複数形成されている。複数の陽極配線１０２は
、平行に配設されている。すなわち、複数の陽極配線１０２は一定の間隔を隔てて平行に
配置される。陽極配線１０２は、透明導電膜により構成され、例えばＩＴＯ（Indium Tin
 Oxide）を用いることが好ましい。陽極配線１０２の厚さは、例えば１００～１５０ｎｍ
で形成される。
【００１９】
　陽極端子１０３は、それぞれの陽極配線１０２上の端部に形成されている。陽極端子１
０３は陽極配線１０２と電気的に接続されている。陽極端子１０３は厚さ５００～６００
ｎｍの金属膜によって構成される。陽極端子１０３は、素子基板１０１の端部側において
異方性導電膜（ＡＣＦ:Anisotropic conductive film）を介してＦＰＣ（Flexible Print
ed Circuit）やＴＣＰ（Tape Career Package）等の外部配線と接続するための端子であ
る。このような構成により、外部に設けられた駆動回路から陽極端子１０３を介して陽極
配線１０２に電流が供給される。
【００２０】
　開口絶縁膜１０４は、陽極配線１０２上に形成される。開口絶縁膜１０４には、陽極配
線１０２の一部を露出するよう矩形状の画素開口部１０５が設けられている。そして、複
数の画素開口部１０５は、陽極配線１０２の上にマトリクス状に配置されている。この画
素開口部１０５において、後述するように陽極配線１０２と陰極配線１０７の間に有機Ｅ
Ｌ層１０６が設けられる。すなわち、それぞれの画素開口部１０５が画素となる。従って
、マトリクス状に設けられた画素開口部１０５に対応して表示領域が形成される。例えば
、開口絶縁膜１０４の膜厚を２００～３００ｎｍとし、画素開口部１０５の大きさを３０
０μｍ×３００μｍとすることができる。
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【００２１】
　有機ＥＬ層１０６は、画素開口部１０５内の陽極配線１０２上に形成されている。有機
ＥＬ層１０６は、陽極配線１０２と後述する陰極配線１０７とに介在されている。すなわ
ち、有機ＥＬ層１０６の下面が陽極配線１０２と接触し、上面が陰極配線１０７と接触す
る。有機ＥＬ層１０６は、例えば、ホール注入層、ホール輸送層、発光層、電子輸送層、
電子注入層により構成される。有機ＥＬ層１０６の厚さは、例えば、１５０～２００ｎｍ
程度とすることができる。
【００２２】
　陰極配線１０７は、有機ＥＬ層１０６上に複数形成されている。複数の陰極配線１０７
は、それぞれが平行となるよう、かつ、陽極配線１０２と直交するように配設されている
。陰極配線１０７には、通常、Ａｌ又はＡｌ合金を用いるが、他の金属膜や透明導電膜を
用いてもよい。画素領域の陰極配線の厚さは、７０～８０ｎｍ程度とする。また、陰極配
線１０７の端部には、陽極配線１０２に対する陽極端子１０３と同様に、陰極端子（図示
せず）を設ける。
【００２３】
　また、陰極配線１０７は、陰極隔壁１０８近傍の端部において、それ以外の領域よりも
膜厚が厚く形成されている。これにより、陰極配線１０７での電圧降下を抑制することが
できる。一方、画素領域の陰極配線１０７の膜厚は従来どおり薄いため、逆バイアス印加
による有機ＥＬ層の修復も実施できる。この陰極隔壁１０８近傍における陰極配線１０７
の最大膜厚は、画素領域の膜厚の２倍以上であることが好ましい。
【００２４】
　陰極隔壁１０８は、開口絶縁膜１０４上に複数形成されている。また、隣接する陰極配
線１０７同士の間に、すなわち、陰極配線１０７と平行に形成されている。陰極隔壁１０
８は、陰極配線１０７同士が導通しないように、複数の陰極配線１０７を空間的に分離す
るための役割を担っている。図１に示すように、陰極隔壁１０８の断面形状は、逆テーパ
形状であることが好ましい。逆テーパ形状とは、素子基板１０１から離間するにつれて陰
極隔壁１０８の断面幅が大きくなる形状のことをいう。このように構成することにより、
陰極隔壁１０８の側壁及び立ち上がり部分が陰となり、後述する陰極配線１０７の製造工
程において、複数の陰極配線１０７を空間的に分離しやすくなる。陰極隔壁１０８の大き
さとしては、例えば、高さが２～３μｍ、幅が１０μｍのものを用いる
【００２５】
　素子基板１０１は、対向基板とシール材を介して貼り合わせられている（図示せず）。
これにより、有機ＥＬ層１０６等を設けられた空間を封止することができ、有機ＥＬ層１
０６が空気中の水分により劣化するのを防ぐことができる。
【００２６】
　次に図３を用いて本発明に係る有機ＥＬ表示パネルの製造工程について説明する。図３
は有機ＥＬ表示装置の製造工程を示すフローチャートである。
【００２７】
　まず、素子基板１０１上に陽極配線材料を成膜する（ステップＳ１０１）。例えば、陽
極配線材料としてＩＴＯを用いる。成膜には、基板全面に均一性よく成膜する観点からス
パッタや蒸着を用いて行うことが好ましい。
【００２８】
　次いで、フォトリソグラフィー工程及びエッチング工程により、陽極配線材料をパター
ニングする（ステップＳ１０２）。これにより、素子基板１０１上に陽極配線１０２が形
成される。エッチング工程は、ウエットエッチング法、ドライエッチング法のいずれを用
いてもよい。例えば、レジストとしてフェノールノボラック樹脂を使用する。エッチング
工程は、ウエットエッチング法を採用し、処理液として塩酸及び硝酸の混合水溶液を使用
する。剥離液として、例えばモノエタノールアミン水溶液を使用する。
【００２９】
　続いて、陽極配線１０２の上に端子材料を成膜する（ステップＳ１０３）。基板全面に
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均一性よく成膜する観点からスパッタや蒸着により端子材料を成膜することが好ましい。
端子材料としては、例えば、Ａｌ又はＡｌ合金などの低抵抗な金属材料を用いることがで
きる。また、下地との密着性向上や、腐食防止等の観点からＡｌ膜の下層又は上層にＴｉ
ＮやＣｒ等のバリア層を形成して、端子を多層構造体とすることができる。このバリア層
も、スパッタや蒸着により成膜することができる。
【００３０】
　次に、フォトリソグラフィー工程及びエッチング工程により、端子材料をパターニング
する（ステップＳ１０４）。これにより、陽極端子１０３が形成される。この工程では、
ウエットエッチング法を採用することができる。具体的には、塩化第二鉄、塩酸の混合水
溶液よりなるエッチング液を使用することができる。もちろん、これに限定されるもので
はなく、公知のエッチング液を用いることができる。なお、陽極材料と端子材料とを順に
成膜した後に、陽極材料及び端子材料を順番にエッチングすることも可能である。さらに
は、端子材料を成膜した後に、陽極材料を成膜することも可能である。なお、この工程で
陰極配線１０７に対する陰極端子を形成してもよい。
【００３１】
　その後、開口絶縁膜材料を成膜する（ステップＳ１０５）。開口絶縁膜材料としては、
例えば感光性ポリイミドを用いることができる。例えば、スピンコーティングによりポリ
イミドを成膜する。
【００３２】
　次に、開口絶縁膜材料のパターニングを行う（ステップＳ１０６）。これにより、画素
開口部１０５を有する開口絶縁膜１０４が形成される。感光性ポリイミドを用いる場合に
は、露光工程、現像工程の後にキュア工程を行う。
【００３３】
　続いて、陰極隔壁材料を成膜する（ステップＳ１０７）。陰極隔壁材料としては、感光
性ノボラック樹脂、感光性アクリル樹脂等を用いることができる。成膜方法としては、例
えばスピンコート法を採用することができる。
【００３４】
　その後、陰極隔壁材料のパターニングを行う（ステップＳ１０８）。具体的には、陰極
隔壁材料を露光、現像することによりパターニングを行なう。これにより、陰極隔壁１０
８が形成される。陰極隔壁１０８の断面形状は、逆テーパ構造とすることが好ましい。逆
テーパ構造を得るためには、ネガタイプの感光性樹脂を用いることが好ましい。ネガタイ
プの感光性樹脂を用いると、露光工程において、陰極隔壁１０８の素子基板１０１側ほど
光反応が不十分となり逆テーパ構造を容易に形成できるからである。
【００３５】
　逆テーパ構造の陰極隔壁１０８を設けることにより、後述する陰極配線１０７の形成時
に陰極配線１０７同士を空間的に分離することができる。これは、陰極配線１０７の蒸着
時に、蒸着源から見て陰となる部分には蒸着が及ばないためである。ネガタイプの感光性
ノボラック樹脂を用いた場合には、露光工程、現像工程の後にキュア工程を行い陰極配線
７のパターンを得る。なお、後述するステップＳ１０９の前に、画素開口部１０５により
露出するＩＴＯ層の表面改質を行うために、酸素プラズマ又は紫外線を照射する工程を加
えてもよい。
【００３６】
　続いて、有機ＥＬ層１０６をマスク蒸着する（ステップＳ１０９）。例えば、ホール注
入層９１を４０ｎｍ、ホール輸送層９２を１０ｎｍ、発光層９３を６０ｎｍ、電子輸送層
９４を３０ｎｍ、電子注入層９５を０．５ｎｍとなるように順次蒸着する。表示領域に対
応する開口部を有するマスクを介して有機ＥＬ層を蒸着する。この有機ＥＬ層１０６は画
素開口部１０５において、陽極配線１０２と接触する。なお、有機ＥＬ層１０６は上記の
方法以外の方法で形成してもよい。
【００３７】
　次に、表示領域に対応する開口を有するマスクを用いて陰極配線１０７を形成する（ス
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テップＳ１１０）。この工程では、蒸着、スパッタリング、イオンプレーティング等の物
理的気相成長法（ＰＶＤ）を用いることができる。なお、有機ＥＬ層１０６に対するダメ
ージを低減するため、蒸着によって陰極配線１０７を形成することが好ましい。陰極材料
としては、例えば、Ａｌ又はＡｌ合金などの低抵抗な金属材料を用いることができる。表
示領域に対応する開口を有するマスクを用いて蒸着すると、蒸着膜が陰極隔壁１０８によ
って分離され、陰極配線１０７が形成される。これにより、陽極配線１０２と陰極配線１
０７との間に介在された有機ＥＬ層１０６を備える有機ＥＬ素子が形成される。
【００３８】
　さらに、陰極隔壁１０８に対応する開口を有するマスクを用いて陰極配線１０７を厚膜
化させる（ステップＳ１１１）。この工程では、蒸着、スパッタリング、イオンプレーテ
ィング等の物理的気相成長法（ＰＶＤ）を用いることができる。陰極材料としては、陰極
の抵抗を抑制する観点から、ステップＳ１１１と同じ材料を用いることが好ましい。これ
により、陰極隔壁１０８に沿って陰極配線１０７が厚膜化する。従って、画素領域の陰極
配線１０７の膜厚を変化させずに、陰極隔壁１０８近傍における陰極配線１０７の膜厚の
みを増加させることができる。よって、陰極配線１０７での電圧降下を抑制することがで
きる。また、この手法によれば、従来どおり、逆バイアス印加による有機ＥＬ層の修復も
実施できる。
【００３９】
　その後、素子基板１０１と対向基板とを貼り合わせ、有機ＥＬ素子を封止する（ステッ
プＳ１１２）。素子基板１０１と対向基板とを位置合わせした後に、両基板を加圧し、シ
ール材にＵＶ光を照射する。これにより、シール材が硬化して、素子基板１０１と対向基
板とを接着することができる。これにより、有機ＥＬ層１０６が形成された有機ＥＬ表示
領域が封止される。
【００４０】
　その後、駆動回路等を実装する（ステップＳ１１３）。シール材の外側まで延設された
陰極端子及び陽極端子１０３の端部に、ＡＣＦを貼り付け、駆動回路が設けられたＴＣＰ
と接続する。以上により、有機ＥＬ表示装置が完成する。
【００４１】
　なお、上述した有機ＥＬ表示パネルの構成及び製造工程は典型的な一例であり、これに
限るものではない。例えば、パッシブマトリクス型の有機ＥＬ表示装置に限らず、アクテ
ィブマトリクス型の有機ＥＬ表示装置に対して用いてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明に係る有機ＥＬ表示パネルの構成を模式的に示す断面図である。
【図２】本発明に係る有機ＥＬ表示パネルの構成を模式的に示す平面図である。
【図３】本発明に係る有機ＥＬ表示装置の製造工程を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００４３】
１００　有機ＥＬ表示パネル
１０１　素子基板
１０２　陽極配線
１０３　陽極端子
１０４　開口絶縁膜
１０５　画素開口部
１０６　有機ＥＬ層
１０７　陰極配線
１０８　陰極隔壁
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